
EDA技术如何迈向2.0？产学研专家齐建言

来源：中国电子报、电子信息产业网  作者：张依依
今年6月，EDA(集成电路设计工具)智能软件和系统领先企业芯华章发布《EDA 2.0白皮书》，明确下一代集成电路智能设计流程(EDA 2.0)目标，并开创性地提出平台服务模式——EDaaS (Electronic Design as a Service)。该模式有助于推动开放、标准化和统一的芯片设计智能化流程，促进全新的芯片设计合作生态，以技术变革加速芯片创新效率，满足数字世界中系统应用对芯片多样化的需求，赋能科技进步。相关研究成果一经发布，便引起了业界的热烈讨论和持续关注。
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近日，“后摩尔定律时代，集成电路设计与新一代EDA”技术研讨会在北京成功举行。在数字经济成为经济增长新动能的当下，芯华章携手近二十位到场的相关行业主管部门代表、专家学者及知名企业家、产业界精英，共同探讨后摩尔时代，下一代EDA 2.0的关键技术路径及芯片产业对EDA 2.0的期望。记者在会上了解到，未来10年将是社会对芯片技术提出更快发展要求的10年，EDA工具和方法学需要全面进阶，才能降低技术门槛，进一步提升芯片技术发展的速度和创新的效率。《中国电子报》特刊登与会专家精彩观点，以飨读者。

芯华章科技董事长王礼宾：
EDA软硬件框架和算法需创新、融合、重构未来将进入数字经济时代，数字化将成为重要引擎，而基石将是芯片+软件。在这一变局下，EDA将以面向未来发展、面向数字化系统为长远目标。这就要求EDA工具和方法学需要全面进阶，打造EDA 2.0，这样才能降低技术门槛、解锁数字化时代芯片创新和系统开发效率需求，提升产业链整体效能，以全面支撑数字化发展。

芯华章开发EDA是采用终局思维，面向数字化系统这一长远目标，一定是要打造更智能的EDA，因而提出必须研究和发展下一代的EDA 2.0技术并构建面向未来的全新生态。而终局思维是自终而始，融合AI、云计算等技术，对EDA软硬件框架和算法做创新、融合、重构。同时，在硬件仿真系统、FPGA原型验证系统、智能验证、形式验证以及逻辑仿真五大产品线领域齐头并进，以打造一个完整的验证系统。

芯华章不断加大人员及其他投入力度、并且采用敏捷设计等先进技术手段，开发进度比预期要快，甚至在部分性能指标上已达到国际先进水平。

东南大学首席教授、南京集成电路培训基地主任时龙兴：
“政产学研用”要五位一体进行联动
一直以来，芯片设计创新与EDA发展形成了共同支持、相互促进的关系。现阶段，EDA创新不仅要适应芯片设计创新朝高集成、高能效和敏捷化方向发展的要求，同时也串起了制造、封测等关键流程，因此要想实现国产芯片产业链的本土化发展，必须牢牢抓住EDA这一抓手。

对于EDA行业的推进，我们必须要坚持政产学研用五位一体联动，政府应高度重视，统筹规划；同时，EDA企业一方面要尽快研发出产品，让产品在市场上尽快落地，通过产品“变现”的方式让企业持续运营；另一方面，也要关注未来开源、标准、AI融合等趋势，为长远发展布局。

产业创新离不开人才的支持。目前的EDA人才存在知识与产业脱节、缺乏实践能力等问题。未来EDA发展，需要更多跨领域的复合型人才。与此同时，人才问题与产业发展关系巨大，当产业大发展了，企业拥有足够的吸引力了，相信也会有更多优秀的人才靠拢。

国家集成电路产业投资基金技术总监张晋民：
EDA企业要围绕产品商用制定规划
EDA行业目前很“吸金”，很多企业通过融资，估值越来越大。但是，目前国内EDA行业还存在小散弱问题。企业的产品只有在市场上被广泛使用，有了口碑，企业才能更好地生存。所以，EDA企业围绕产品商用要制定一些规划，以实现持续发展。另外，EDA企业也要注重人才培养问题。但由于EDA行业需要懂多领域知识的复合型人才，现在仍面临人才缺失问题。

安徽大学集成电路学院院长吴秀龙：
企业需与高校联合培养EDA人才
EDA人才培养是一个漫长的过程。高校在本科阶段可以设置更多EDA方向的课程，但仅仅依靠高校的力量是远远不够的。企业也需要共同参与到人才培养的过程中来，要进一步推动产学研的结合。比如，鼓励老师多参与相关研究的课题。研究的课题主要包括两种，一种是政府推出的重点专项计划，另一种是和企业合作的课题。

鹏城实验室研究员、中国科学院大学和浙江大学兼职教授陈春章：
推动EDA 2.0技术发展需构建基础设施
目前EDA技术从电子系统设计上来看，除了要包括数字电路设计验证实现、模拟和射频电路设计验证实现、产品制造协同优化实现、以及封装测试PCB设计验证实现之外；还应该扩展并发展CMOS和量子计算芯片、CMOS和硅光模块集成、异构和异质融合的EDA 技术等；更进一步的还可以从设计服务以及DTCO、STCO的角度来构建EDA。未来EDA相当于一个基础设施，通过软件加上操作系统平台，将Software as a Service(SaaS), 这也与芯华章提出的 Electronic Design as a Service (EDaaS)不谋而合。此外，EDA技术发展提出了云端化、+IP +ML等。云端化涉及安全及信任关系，而高端高速IP设计是更难更复杂的IC设计，EDA公司能否为复杂的SoC/IP芯片提供优化的系统性方案成为新的趋势。国内应给予EDA企业更多的时间和耐心来构建基础设施，包括设立专门的研究院，建立产业标准，推动完善EDA 2.0的技术发展。

北京华虹集成电路设计有限责任公司总工程师李云岗：
市场是EDA企业发展的最关键要素
EDA技术有成长期，EDA企业的发展也需要时间。市场是EDA企业发展的最关键因素，其次才是资金和人才要素。成功的企业一定要能够占据市场，从市场中获得保证企业可持续发展的资金，再通过高水平薪酬来吸引人才。企业早期可以依靠政府和政策的力量，但后期一定要在市场中自己“造血”。EDA企业的串联还需要底层数据的支持，国内EDA企业只有把最底层的技术夯实，才能实现真正的独立自主。

地平线IP研发负责人谭洪贺：
系统、自动驾驶对EDA工具提出更高要求
从系统角度来说，从系统开发到软件、硬件开发，再到芯片开发，最后到系统级验证，这套开发流程非常漫长，涉及的开发工具种类繁多。在这些开发工具中，目前使用到的本土化产品其实数量很少，所以国内EDA企业在开发工具方面要努力的空间还很大。

在自动驾驶领域，AI的算力变得越来越重要。这就对汽车芯片的工艺水平提出了更高要求，同时也需要EDA工具能实现突破。自动驾驶领域的芯片产品需要具备很高的可靠性和安全性，对EDA工具有特殊要求。希望能够以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法对EDA工具进行敏捷开发，提前对潜在风险进行预判。

百度昆仑芯研发总监董祯：
芯片行业高度依赖EDA工具
从集成电路产业的整个流程来说，我国需要在设计、制造和实现这三个方面加紧步伐，追赶国外先进水平。其中，实现是最难的一个环节。前端实现、后端实现再加上验证，对EDA工具的依赖性非常强。随着工艺的进步和设计规模的扩大，国内芯片行业对EDA工具的依赖程度更是与日俱增。

上海交大计算机科学与工程系副教授蒋立：
新架构、新器件和新工艺为EDA带来新挑战
新架构、新器件和新工艺为EDA行业带来新的挑战。目前，EDA不只涉及芯片设计范畴，还承担了越来越多的任务，自动驾驶系统、云计算、IC全生命周期等领域都需要在进行验证和测试时使用EDA工具。在产品真实使用的时候，还需要自动化EDA工具对产品进行检测，以发现影响产品可靠性的问题，并对产品进行及时修复。

算力需求的变化非常快。以深度学习为例，每3～4个月，它的算力需求就要翻一番。传统工艺很难满足如此迅速的需求变化，所以必须找到一个能够涵盖软件、编辑、架构、电路、器件等方面的跨层协同设计方法。这可能需要把EDA和编辑结合在一起，通过集成不同的编程语言和编程应用来提高前端的设计效率。

中科院计算技术研究所高级工程师唐丹：
用开源工具链设计CPU和芯片
在探索EDA 2.0的过程中，我们提出了“面对对象结构设计方法学”这一概念，在设计、验证和数据的高效性方面有较为全面的提升；以高效数据为抓手去验证敏捷开发和云平台；针对EDA人才缺失问题提出了人才培养计划；在开源EDA工具链方面，引导学生用开源工具链设计CPU和芯片。
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